
บทที ่3 

วิธีการดำเนินงาน 

 

         เนื้อหาบทนี้กล-าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานของงานวิจัยนี้ โดยกระบวนการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษา

ขBอมูลเพื่อลดชิ้นงานเสียในกระบวนการจัดวางประกอบดBวยการศึกษาขั้นตอนการจัดวางแผ-นวงจร (PCB) เก็บ

ขBอมูลของเสียของในกระบวนการจัดวางการวิเคราะหRขBอมูลเพื่อหาสาเหตุการเกิดชิ้นงานเสียการออกแบบวิธีลด

ของเสียและการดำเนินการแกBไขปVญหาที่เกิดขึ้นโดยรายละเอียดวิธีการดำเนินงานมีดังนี ้

 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
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ภาพที่3.1 แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

 

ศึกษาการผลิตกล-องอินเตอรRเน็ตทีว ี

เก็บรวบรวมขBอมูล 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการลด

ชิ 8นงานชํารุด,แตก และไมผ่า่นมาตรฐาน 

คิดคBนหาวัสดุใหม-ทดแทน 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

     สรุปผลการทดลอง 

ศึกษากระบวนการจัดวางแผ-น PCB 



            3.2 ศึกษากระบวนการผลิตกลCองอินเตอรDเน็ตทีว ี

           ในการศึกษากระบวนการผลิตกล-องอินเตอรRเน็ตทีวี มีวัตถุประสงคRเพื่อใหBคณะวิจัยทราบว-าในปVจจุบัน

ขั้นตอนการผลิตมีวิธีการดำเนินการอย-างไร และเพื่อนำขBอมูลที่ไดBไปใชBในการวิเคราะหRหาสาเหตุของปVญหา อีก

ทั้งเพื่อใหBสามารถมีขBอมูลในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สำหรับขั้นตอนการศึกษากระบวนการผลิตกล-อง

สัญญาณอินเตอรRเน็ตทีวีคณะวิจัยไดBนำหลักการศึกษาการทำงาน (Work Study) มาใชBในการศึกษาโดย

ประกอบดBวยการศึกษาลำดับและขั้นตอนการทำงาน การศึกษาเวลาทำงาน ซึ่งผลลัพธRที่ไดBจากการศึกษา 

คณะวิจัยจะนำขBอมูลที่ไดBมาจัดทำแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) โดยผลลัพธRของการศึกษา

แสดงดังภาพที่ 3.2- 3.4 

 

ภาพที่ 3.2 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิตกล-องอินเตอรRเน็ตทีว ี

 



      

 

ภาพที่ 3.3 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิตกล-องอินเตอรRเน็ตทีว ี



 

ภาพที่ 3.4 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิตกล-องอินเตอรRเน็ตทีว ี

 

                จากภาพที่ 3.2-3.4 แสดงขั้นตอนการผลิตกล-องอินเตอรRเน็ตทีวี พบว-าในการผลิตมีขั้นตอนการผลิตอยู- 

47 ขั้นตอน โดยมีเวลาในการผลิตรวมอยู-ที่ 37 นาที 43 วินาที แบ-งเปrนประเภทขั้นตอนการทำงานไดBดังนี้ ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 39 ขั้นตอน การตรวจสอบ 2 ขั้นตอน การเคลื่อนยBาย 5 ขั้นตอนและการจัดเก็บ 1 ขั้นตอน อย-างไรก็

ตามในงานวิจัยนี้คณะวิจัยไดBทำการศึกษาปVญหาที่เกิดในกระบวนการจัดเรียงซึ่งพบว-า ในกระบวนการจัดเรียงมี

ปVญหาชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสRที่ถูกเชื่อมลงบนแผ-นวงจร (PCB) ชำรุดและแตกหลังจากที่ถูกนำไปวางลงบนฐานรองที่

อยู-ในกล-องเพื่อเตรียมขนส-งไปสายการประกอบซึ่งจากการวิเคราะหRปVญหาเบื้อตBน พบว-าในการจัดเก็บแผ-นฐานรอง

แผ-นวงจร (PCB) ซึ่งเปrนแผ-นโฟม (Foam pad) เมื่อถูกชิ้นงานวางลงชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสRมีการเกี่ยวลงบนแผ-นโฟม

(Foam pad) ทำใหBเกิดปVญหาของเสียไดB ดังนั้นคณะวิจัยจึงเล็งเห็นถึงปVญหาจึงทำการศึกษากระบวนการจัดวาง

แผ-นวงจร (PCB) นำเรื่องการจัดเรียงแผ-นวงจร (PCB) นี้มาแกBปVญหา 

 

          3.3 การศึกษากระบวนการจัดวางแผCนวงจร (PCB) 

                การจัดเรียงแผ-นวงจร (PCB) นั้นเปrนกระบวนการหนึ่งในไลนR PCB3 เปrนกระบวนการในการเคลื่อนยBาย 

  แผ-นวงจร (PCB) เพื่อที่จะส-งไปยังไลนRประกอบ เพื่อประกอบเปrนกล-องสัญญาณอินเตอรRเน็ตทีวี ในกระบวนการจัด 

  วางนั้นเดิมใชBแผ-นโฟม (Foam pad) ในการจัดวางแผ-นวงจร (PCB) โดยการหันหนBาแผ-นวงจร (PCB) เขBาหากันและ 

  ลงบนแผ-นฐานรองแลBวนำมากั้นชั้นดBวยแผ-นโฟม (Foam pad) ไดBจำนวน 3  ชั้น เคลื่อนยBายแผ-นวงจร (PCB)  ไดB 

  ครั้งละ 72 ชิ้น 



                                        

ภาพที่ 3.5 การวางแผ-นวงจร (PCB) โดยใชBแผ-นโฟม 

                                      

                                              ภาพที่ 3.6 การวางแผ-นวงจร (PCB) ลงบนแผ-นโฟม 

    

   

  



ลักษณะของชิ้นงานเสีย 

 

ภาพที่ 3.5 ชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR  (Material) บนแผ-นวงจร (PCB) หลุด 

 

   

ภาพที่ 3.6 ชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) บนแผ-นวงจร (PCB) แตก 

 

3.4 เก็บขRอมูลของเสียในกระบวนการจัดวางแผCนวงจร (PCB) 

         การเก็บขBอมูลของเสียในกระบวนการจัดเรียงในงานวิจัยนี้คณะวิจัยทำการเก็บขBอมูลเปrระยะเวลา 4 

สัปดาหR ซึ่งจากการศึกษาขBอมูลของเสียในกระบวนการจัดวางเบื้องตBนพบว-าชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) 

บนแผ-นวงจร (PCB) มีการแตก,หลุด เนื่องจากเกิดจากแผ-นโฟมที่ใชBเปrนฐานรอง,การหันหนBาเขBาหากันของ

แผ-นวงจร (PCB) และของเสียที่กิดจากพนักงานโดยผลการเก็บขBอมูลของเสียแสดงดังตารางที่ 3.1 

 



ตารางที ่3.1 ขBอมูลของเสียในเดือนกรกฎาคม 2563  

สัปดาหD ของเสียที่เกิดจาก

แผCนโฟม(ชิ้น) 

ของเสียที่เกิดจาก

การวางแผCนPCB 

เขRาหากัน (ชิ้น) 

ของเสียที่เกิดจาก

พนักงาน (ชิ้น) 

รวม 

1 20 38 12 70 

2 16 24 16 56 

3 25 34 10 69 

4 24 40 13 77 

รวม 85 136 51 272 

 

 

 

ภาพที ่3.7 แผนภูมิพาเรโต (Pareto) ปริมาณของเสียแยกตามสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการจัดเรียง 

       จากแผนภูมิพาเรโต (Pareto) ในภาพที่ 3.7 จะเห็นไดBว-าสาเหตุที่ทำใหBเกิดของเสียมากที่สุดที่การวาง

แผ-นวงจร (PCB)  เขBาหากันโดยเปrนสาเหตุที่ทำใหBเกิดของเสียมากถึงรBอยละ 50 ของของเสียทั้งหมดรองลงมาคือ

การเกิดจากการวางแผ-นวงจร (PCB) ลงบนแผ-นโฟมมีของเสียรBอยละ 31 ของของเสียทั้งหมดและอีกรBอยละ 19 

ของของเสียทั้งหมดคือของเสียที่เกิดจากพนักงาน สำหรับสาเหตุการเกิดของเสียชนิดต-างๆสามารถอธิบายไดB

ดังนี ้

           3.4.1 สาเหตุเกิดจากของเสียที่เกิดจากแผ-นโฟม (Foam pad) เนื่องจากขาของ  วัตถุดิบ (Material) 

เมื่อวางบนแผ-นโฟม (Foam pad) จะเกิดการติดกับแผ-นโฟม (Foam pad) เมื่อชิ้นงานถูกทับซBอนกันและเมื่อ

พนักงานหยิบแผ-นแผ-นวงจร (PCB) ออกมาเพื่อทำขั้นตอนการประกอบต-อไปนั้น มีการเกี่ยวติกชิ้นงานกันกับ



แผ-นโฟม (Foam pad) จึงทำใหBขาของชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) ที่ตะกั่วทำการเชื่อมติดกับแผ-นวงจร 

(PCB) นัน้หลุดเสียหาย จึงทำใหBชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR  (Material) หลุดออกจากแผ-นวงจร (PCB) 

          3.4.2 สาเหตุเกิดจากการวางแผ-นวงจร (PCB) เขBาหากัน ที่ตBองหันแผ-นวงจร (PCB) เขBาหากันเพราะ

ป�องกันไม-ใหBตะกั่วที่ทำการยึดชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) กับแผ-นวงจร (PCB) นั้นโดนกับตัวชิ้นงานจึงหัน

ขBางหนBาเขBาหากัน แต-การวางเช-นนี้ยังทำใหBเกิดของเสียอยู-เนื่องจากเมื่อมีการเคลื่อนยBายไปยังสถานีงานต-อไป 

ชิ้นงานเกิดการกระทบกัน จึงเปrนสาเหตุใหBชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) แตก 

         3.4.3 สาเหตุของเสียที ่เกิดจากพนักงาน พบว-าการวางชิ ้นงานที ่มีความบอบบางนั ้น ตBองมีความ

ระมัดระวังเปrนอย-างมาก เมื่อพนักงานทำการจัดวางแผ-นวงจร (PCB)  บางครั้งการลงน้ำหนักของมือไม-เท-ากัน 

จึงทำใหBมีการวางที่ใชBแรงจนเกินไปจนทำใหBชิ้นส-วนแตกหรือหลุดจากแผ-นวงจร (PCB) และเมื่อเคลื่อนยBาย

ชิ้นงานอาจจะไม-มีความระมัดระวังจนทำใหBเกิดชิ้นงานเสียไดB  

                  สำหรับการดำเนินงานวิจัย คณะวิจัยไดBนำสาเหตุของปVญหาเขBาที่ประชุมแลBวจึงทำการคัดเลือก

สาเหตุที่จะนำมาแกBไขโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใชB รวมถึงความยากง-ายในการแกBปVญหา ซึ่งทางการประชุม

ไดBคัดเลือกสาเหตุที่เกิดจากแผ-นโฟม (Foam pad)  มาแกBปVญหาก-อนเนื่องจากเปrนสาเหตุที่สามารถแกBปVญหาไดB

ง-ายและรวดเร็วที่สุด ส-วนอีก 2 สาเหตุนั้นจะดำเนินการแกBไขหลังจากนี ้

 

 3.5 การวิเคราะหDสาเหตุของป`ญหา 

       เพื่อใหBการแกBไขปVญหาในงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในขั้นตอนนี้คณะวิจัยจะทำการวิเคราะหRหา

สาเหตุที่แผ-นโฟมทำใหBชิ ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) แตกและหลุดออกจากแผ-นวงจร (PCB) โดยในการ

ดำเนินงานคณะวิจัยจะใชBแผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect diagram) หรือแผนภูมิกBางปลาวิเคราะหRหา

สาเหตขุองปVญหาโดยผลการวิเคราะหRหาสาเหตุดังภาพที่ 3.8 

         3.5.1 วิเคราะหRสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการจัดวางแผ-น PCB 

 

ภาพที่3.8แผนภูมวิิเคราะหRสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการจัดเรียง 



   จากภาพแสดงผลการศึกษาหาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการจัดวางแผ-นวงจร (PCB) โดยเก็บขBอมูลจาก

การลงปฏิบัติงานและการสังเกตในกระบวนการผลิต โดยใชBแผนภูมิกBางปลาวิเคราะหRหาสาเหตุแสดงดังภาพที่ 3.5 

แผนภาพกBางปลาวิเคราะหRหาสาเหตุ ดังนี ้

              3.5.1.1 พนักงาน  

                 1) พนักงานวางแผ-นวงจร (PCB) โดยไม-ระมัดระวัง เกิดจากการที่รีบเร-งทำงานเพื่อที่จะใหBไดBยอด 

ตามเป�าหมายต-อวัน  

                 2) ทักษะพนักงานไม-เพียงพอ เกิดจากทุกๆวันมีพนักงานเขBา - ออก ใหม-ในบริษัทอยู-ตลอด เมื่อ 

มีการรับพนักงานใหม-เขBามาจึงมีการนำเอาพนักงานลงไปปฏิบัติงานในไลนRผลิต โดยไม-บอกถึง

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อไม-ใหBเกิดชิ้นงานเสีย จึงทำใหBเกิดชิ้นงานเสีย 

                 3) ความเมื่อยลBาของพนักงาน เกิดจากการทำงานนั้น เปrนการทำงานที่ยืนตลอดเวลา เปrนเวลา  

8 ชั่วโมงต-อวัน จึงทำใหBพนักงานมีความเมื่อยลBา และทำงานไม-ไดBตามประสิทธิภาพ 

                 4) พนักงานไม-ทำตามกฎปฏิบัติ เมื่อทำงานเปrนระยะเวลานานพนักงานก็จะทำงานดBวยความ 

เขBาใจของตนเองเพราะอาจจะง-ายหรือสะดวกกว-า แต-ไม-เปrนไปตามกฎที่ตั้งไวB 

          3.5.1.2 ชิ้นงาน 

                 1) ชิ้นงานมีการชำรุดเนื่องจากการวางแผ-นวงจร (PCB)  มีการทับซBอนกันอยู-และลักษณะของ 

แผ-นหันหนBาเขBาหากัน จงึทำใหBมีการกระทบกันของชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) อยู- 

                 2) เกิดความสกปรก เนื่องจากฐานรองของชิ้นงานเดิมนั้นคือแผ-นโฟม(Foam pad)  เมื่อใชBไปใน 

ระยะเวลาหนึ่งแผ-นโฟม (Foam pad) ที่ใชBเปrนฐานรองแผ-นวงจร (PCB) จะเกิดเปrนขุย 

เนื่องจากขาของชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) นั้นเกาะอยู-กับแผ-นโฟม (Foam pad)  

เพราะพนักงานหยิบงานเขBา-ออก กระบะชิ้นงานอยู-ตลอด 

           3.5.1.3 วิธีการจัดเรียง 

                  1) การจัดเรียงที่ทับซBอนกัน การวางชิ้นงานนั้นเปrนลักษณะหันหนBาของแผ-นPCB เขBาหากันแลBว 

กั้นระหว-างชั้นดBวยแผ-นโฟม (Foam pad)  เพื่อเพิ่มชิ้นงานในการเคลื่อนยBายใหBไดBมากขึ้น  

แต-ชิ้นงานนั้นยิ่งกดและถูกกระทบ 

                 2) การใชBแผ-นโฟมรองแผ-นวงจร (PCB) จึงทำใหBชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material) นั้นไป 

เกี่ยวกับแผ-นโฟม (Foam pad) ทำใหBตะกั่วที่ยึดขาของชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิคสR (Material)  

กับแผ-น PCB นั้นหลุดออก 

           3.5.1.4 การขนส-ง  

                 1) การขนส-งตBองผ-านทางลาด-ชัน ทำใหBชิ้นงานเกิดการกระทบกระเทือน เมื่อผ-านทางลาดชัน 

อาจจะมีชิ้นงานตกหล-นหรือเสียหายไดB 

 



จากการวิเคราะหRและเก็บขBอมูลของคณะวิจัยพบว-า การเกิดของเสียในการจัดวางแผ-นวงจร (PCB) 

นั้นเกิดจากแผ-นโฟม (Foam pad) ที่ใชBเปrนฐานรองและลักษณะการจัดวางของแผ-นวงจร (PCB) ที่ทำใหBเกิดของ

เสียมากที ่ส ุด คณะวิจัยจึงนำเอาปVญหานี ้มาแกBไขโดยการคิดหาวัสดุทดแทนจากเดิมโดยการหาวัสดุมี

ประสิทธิภาพมากกว-าเดิมและแกBปVญหานี้ไดB 

 

3.7 การออกแบบวิธีการแกRป`ญหา 

   หลังจากการวิเคราะหRปVญหาและหาวิธีแกBไขปVญหาพบว-าแผ-นวงจร (PCB) มีปVญหาการแตก,หลุดของชิ้นส-วน 

   อิเล็กทรอนิคสRจากแผ-นรองที่ทำจากแผ-นโฟม (Foam pad) ดังนั้นในการแกBปVญหาในงานวิจัยนี้จึงจะทำการ   

   คิดคBนหาวัสดใุหม- ที่มีคุณสมบัติใกลBเคียงกับฐานรองเดิม โดยจากการคิดหาวัสดุใหม-คณะวิจัยไดBคือ แผ-นกัน 

   กระแทก (Bubble sheet) ซึ่งมีคุณสมบัติใกลBเคียงกับฐานรองเดิมแผ-นโฟม (Foam pad) โดยทำการ 

   เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดรุะหว-างแผ-นโฟม (Foam pad) และแผ-นกันกระแทก (Bubble sheet) มีดังนี ้

                   3.7.1 ลักษณะของวัสดแุผ-นโฟม (Foam pad) 

 
ภาพที่ 3.7 แผ-นโฟม (Foam pad) 

 

          วัสดุแผ-นโฟม (Foam pad) ที่นำมาใชBเปrนฐานรองเดิมนั้น 1×100 m โดยจะนำมาตัดเปrนสีเหลี่ยมฐานรอง

ใหBพอดีกับขนาดกระบะ ตBองเปลี่ยนฐานรองทุกๆ 3 เดือน การเปลี่ยนแต-ละครั้งใชBแผ-นโฟม (Foam pad) 

ทั้งหมด 3 มBวน ราคามBวนละ 3,200 บาท 

 

                   

  



              3.7.2 ลักษณะของแผ-นบับเบิ้ล (Bubble sheet) 

  
                                                ภาพที่ 3.8 แผ-นกันกระแทก (Bubble sheet) 

 

                    จากการคิดหาอปุกรณRใหม-เพื่อมาทดแทนฐานรองเดิมแผ-นโฟม (Foam pad) นั้นสรุปว-าใชBแผ-นกัน

กระแทก (Bubble sheet)  ทดแทน เพราะเปrนวัสดุที่หาไดBง-ายและมีราคาถูก จึงนำมาทดลองใชBในการ

แกBปVญหาที่เกิดขึ้นนี้ แผ-นกันกระแทก (Bubble sheet) ที่เรานำมาทดลองใชBมีขนาด 1.20 ×100 m โดยจะ

ตัดใหBมีขนาดพอดีกับกระบะรองชิ้นงาน การใชB 1 ครั้ง จำนวนครั้งละ 5 มBวน สามารถใชBไดB 3-6 เดือน ราคา

มBวนละ 900 บาท 

 

            ตาราง3.2 ขBอมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  

แผCนโฟม (Foam pad) แผCนกันกระแทก (Bubble sheet) 

  มีลักษณะอ-อนนุ-ม ยืดหยุ-นไดBพอสมควร สามารถ

ป�องกันหนBาของผิวงาน ห-อ หรือใชBรองพื้นวางของ 

เพื่อป�องกันความเสียหายของสินคBาจากการกระแทก 

รอยขีดข-วน การเสียดสี และการเกิดริ้วรอยต-างๆ 

หรือป�องกันการเสียหายจากการกระแทก สามารถ

ป�องกันฝุ�น และความชื้นไดBเล็กนBอย และยังสามารถ

ขึ้นรูปไดBตามความตBองการ ประหยัดค-าใชBจ-ายกว-าขึ้น

รูปแบบโฟมชนิดอื่น ๆ ทำใหBสามารถนำไปใชBไดB

หลากหลายตามความตBองการเพื่อประโยชนRสูงสุดใน

ราคาที่ประหยัด 

  แผ-นกันกระแทก (Bubble sheet) หรือเม็ดกันกระแทก 

ใชBป�องกันการกระแทก ลักษณะเม็ดฟองพลาสติกใชBสำหรับ

ห-อหุBมสินคBา เพื่อป�องกันไม-ใหBแตกหรือเปrนรอยขีดข-วน มีสี

ใสช-วยใหBเห็นสินคBาภายใน น้ำหนกัเบาใชBงานง-าย สามารถ

ป�องกันฝุ�นและน้ำไดB ทนต-อสารเคมี และเชื้อราไดB  ใชBใน

การบรรจุห-อหุBมสินคBา เช-น กรอบรูป เซรามิค เฟอรRนิเจอรR 

และยังมีชนิดที่สามารถป�องกันไฟฟ�าสถิต เหมาะกับงาน

อิเล็กทรอนิกสR เช-น บรรจุชิ้นส-วนโทรศัพทR ฮารRดดิสกRไดรฟ� 

หรือแผงวงจรต-าง ๆ ที่มีความไวต-อประจุไฟฟ�าอาจทำใหB

ชิ้นงานเสียหายหรือขBอมูลถูกทำลายไดB หากไม-ใชBบรรจุภัณฑR

ที่ป�องกันไฟฟ�าสถิต 

 



คุณสมบัติที่เหมือนกัน คุณสมบัติของแผCนกันกระแทก (Bubble sheet) ที่

มากกวCา 

1. ป�องกันสินคBาไม-ใหBเปrนรอย 

2. ป�องกันการกระแทก 

3. ป�องกันฝุ�น 

4. ป�องกันไฟฟ�าสถิตยR 

5. ป�องกันรอยขีดข-วน 

6. ป�องกันความชื้น 

1. ราคาถูกกว-า 

2. บางเบากว-าทำใหBบรรจุงานไดBมาก 

3. มีลักษณะใสช-วยใหBเห็นชิ้นงาน 

4. ทนต-อสารเคมีและเชื้อรา 

5. สามารถใชBไดBหลายรูปแบบ 

 

 

    3.8 การเก็บขRอมูลผลการปรับปรุง 

             ขBอมูลที่นำมาใชBในครั้งนีเ้ปrนขBอมูลที่ไดBจากการเก็บรวบรวมขBอมูลของเสียจากการติดตามผลการ

ดำเนินงานขั้นตอนการจัดวางแผ-นวงจรพิมพR (Print circuit board : PCB) ลงบนกล-องเพื่อขนส-ง ซึ่งในการวิเคราะหR

ครั้งนี้จะใชBขBอมูลที่ไดBจากการรวบรวมขBอมูลของเสียดBานพนักงานและการจัดเรียง ทั้งก-อนและหลงั เปrนระยะเวลา 

4 สัปดาหRภายในเดือนกันยายน 2563     

 

    3.9 การวิเคราะหDผลการดำเนินงาน 

               นำขBอมูลและวิธีการที่ไดBจากการศึกษาในขั้นตอนที่3.8มาวิเคราะหRและวางแผนการดำเนินงานโดยในการ

ปรับปรุงครั้งนี้จะใชBแผนภูมิพาเรโต (Pareto) มาแสดงปริมาณของเสียที่ไดBจากการทดลองและเปรียบเทียบขBอมูล

ของเสีย เพื่อตรวจสอบว-าสามารถใชBไดBและของเสียที่เกิดขึ้นลดลงไดBจรงิ 


